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1. はじめに

　本稿では，実装板画像検査で特に重要とされる 3次元形
状検出技術とX線内部検査技術について最近の状況を概説
する。次いで本研究会の活動範囲および活動状況について
紹介する。

2.　3次元形状検出

　実装製品の高密度化にともない実装板の外観検査は，3
次元形状検査が重要になりつつある。
　3次元形状検出法は従来から多くの研究がなされており
手法は出尽くした感があるが，実装板に適合した検査を実
現するために種々の改良が試みられている。
　3次元形状検出は，測定レンジに応じて異なる検出手法
が用いられることが特徴的である。
　マクロ的な 3次元形状検出手法としては，レーザ光を
使った飛行時間計測法（TOF (Time of Flight)法）が適用さ
れ始めている。計測精度は mm単位である。例えば移動物
体の周囲環境を 3次元的に計測する場合に用いられてい
る。また赤外ランダム光点を物体に照射して，光点の位置
変化を計測することにより人体などの 3次元形状を検出す
る手法も主にゲーム目的で使用されている。これらは実装
製品を検査するには精度が十分でない。逆に nm単位の表
面精度を求めるには光干渉を用いた手法が用いられる。本
文では実装製品の検査に必要とされる μmオーダの計測手
法について記す。
2.1	 3 角測量法

　3角測量法は，3次元検出のための有力な手法であり最も
ポピュラーな 3次元検出法と言える。具体的な実現手法に
は多くのバラエティがある。代表的な手法としては，①ス
テレオ法，②光切断法，③縞パターン投影法がある。3角
測量法は，検出器あるいは照明の光軸を互いに異なる角度
に設定する必要があることから，照射あるいは検出する
際，部品の影になる「オクルージョン」の影響が避けられ
ない。これは実装製品が高密度化するにしたがって大きな
問題となっている。これに対処するために角度を変えた照

明あるいは検出器を複数設置して影響を低減する例がある。
2.1.1　ステレオ法
　ステレオ法は異なる角度から撮像した複数の画像の視差
から物体の奥行を検知する手法である。最近では車載され
て安全運転補助の目的で用いられている。あるいは航空写
真から地上の地形を立体的に計測することも行われてい
る。物体対象物に特別な照明を行わずに計測が行える点が
特徴である。ステレオ法を有効に実行するには，2つの画
像中の対応点を特定するために対象物上に適当なパターン
が必要である。実装板の場合は，対象物上に適当なパター
ンがない場合があり，本手法は必ずしも有効とは限らな
い。実装板をこの原理で 3次元計測するリニアセンサが市
販されている 1)。

2.1.2 光切断法
　光切断法は，図 1に示すようにスリット光を対象物上に
投影し（レーザ光点を走査することもある），異なる方向か
ら画像を検出することにより対象物の断面形状を検知する
手法である。投影された光により対象物上の注目点を特定
することができることから対象物上にパターンがなくても
実行でき，ステレオ法の弱点を低減することができる。例
えば組み立て部品の 3次元形状を検出するために用いられ
る。ただし物体の表面はある程度光拡散性である必要があ
る。この手法により実装部品の 3次元形状を検出する実装
検査装置が市販されている 3)。
　光切断法は，1断面の検出のために 1画面の画像処理が
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図 1.　光切断法の説明図 2)


